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香港中文大学计算机科学与工程系博士生，面向复杂工程流程研究长程、工具驱动的大
语言模型智能体。研究工作涵盖多智能体物理设计优化、失败条件驱动的闭环修复与自
动生成评测环境，以可验证的 EDA和数学优化工具为真实任务基础。
实习与教育经历
Research Intern，香港科学园 EDA研究实验室 2026年 5月–至今
开展 Agentic 3D-IC研究，将 LLM智能体与工业物理设计工具及反馈闭环结合，用于 3D-IC划分与设计空间探索。构建覆
盖任务分解、工具调用、结果校验与迭代优化的智能体工作流，以可验证的物理设计反馈支持长程规划、错误恢复与设计
决策，并沉淀可复用的工具接口、执行轨迹与评测机制。
ABCO项目科研合作（CUHK产学研合作项目） 2025年 3月–2026年 4月
项目经费规模 100万港币，获“优秀”评价（最高档）；构建 CLIP-3D背后的物理设计到体系结构反馈闭环，连接解析式
3D布局规划与 gem5、McPAT、CACTI、HotSpot。
香港中文大学（CUHK） 2024年 9月–至今
计算机科学与工程博士，全额研究生奖学金；与何宗易教授和余备教授合作
华中科技大学（HUST） 2020–2024
计算机科学与技术工学学士；GPA 3.93/4.00，专业前 1.5%；国家奖学金
代表性智能体研究
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In the k-th optimization, FP 

and PL are good enough, 

so I decide to branch at the 

CTS Agent at next iteration.

AgenticPD（ASP-DAC 2027）[paper] [code]构建芯片物理设计多智能体优化系统；同
等 20次评估预算下，六组设计/工艺组合的布线后WNS均优于 AutoTuner与ORFS-
Agent。设计跨阶段搜索、工具接口与状态复用机制，根据执行反馈选择优化阶段；在
DeepSeek、Qwen、Kimi上的九组对比中，七组优于单智能体。

Routing is done, but signoff still 
reports violations in the 3D stack.

Manager

We must close these violations 
before tape-out, without distu-
rbing what already works.

Engineers

Every manual fix ends up 
breaking something else, so we 
rerun the flow and wait again.

I analyze the evidence behind 
each violation and repair it 
with minimal edits.Operator

Automation

Backend

Every edit is executed and 
verified by the backend tools 
before it is committed..

Traditional ECO AgenticECO

Engineers iterate by hand and wait Agents close the loop, verified the results

AgenticECO [paper] [code]构建芯片 3D-IC自动修复系统，将缺陷诊断、并行候选探
索与低扰动布线接入工具验证闭环。相同预算下，九例缺陷中七例 DRC清零，传统
修复与全量重布线均为两例；清零案例平均仅改动 0.66%的网络，不触碰时钟网络。
跨模型复测九例全部清零，七例通过全部检查，平均网络改动率 0.44%。
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Traditional LP Benchmark and Preparation Procedure
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A2utoLPBench uses the inverse-KKT to 

construct both formulation and ground truth.

Inverse-KKT

I will generate the problem description 

based on the given LP formulation and GT.

NL Drafter

Automation

A2utoLPBench generates arbitrary dimension 

LP problems and the GT automatically. 

A2utoLPBench Construction and Preparation Procedure

A2utoLPBench [paper] [code]构建从自动出题、答案校验到智能体执行的评测平台，支
持难度控制、Docker一键评测及轨迹/token成本分析。以逆 KKT构造已知最优解，无
需人工标注答案；评测六个模型系列，在MAMOComplex的 53题子集上，solver–critic
闭环使 Kimi-K2.5解题率由 15.1%提升至 30.2%。

EDA研究背景
Partitioning-Free 3D-IC Floorplanning（ASP-DAC 2026）[paper]：联合优化芯片模块布局与晶粒分配；五个 GSRC基准上
的线长均优于六种对比方法。
CLIP-3D [paper]：打通芯片体系结构与物理设计评估；48 个热约束配置中，相对 shelf-pack 基线的实际 BIPS 平均提升
13.75%，最高 24.77%。作为 3D-IC案例在 IDAS 2026 keynote中介绍。
Chiplet3D [paper]：联合优化芯粒引脚与 3D热场，相对对比方法线长平均降低 39–43%，峰值温度最多降低 45.9◦C；通过
3D-ICE仿真验证温度。
技术能力
Agent/LLM：重度使用 Claude Code和 Codex；AI原生开发、多智能体工具调用、结构化 API与 Docker评测。
EDA/系统：基于 OpenROAD/ORFS开源 flow的 end-to-end物理设计能力；Innovus；STA与 3D-IC流程。
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